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(57) Abstract: The invention relates to a process for producing a module for a mobile having at least a contact function and a contactless
function, including at least the following steps in combination: - providing an assembly (10) comprising a flexible carrier, on at least
one of the faces of which a conductive layer is arranged and on at least an opposite face of which a conductive contact zone is arranged;
- etching the conductive layer in order to define a shape configured to form one or more conductive tracks; - producing one or more
openings (6) for connections in the flexible carrier, without attacking the conductive zone bearing the contacts; - depositing an integrated
circuit (7) on the face of the flex opposite the face bearing the contacts; - electrically connecting the chip to the conductive zone bearing
the contacts and/or to the conductive layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé pour fabriquer un module destiné a un objet portatif ayant au moins une fonction
avec contact et une fonction sans contact comportant en combinaison au moins les étapes suivantes : - Disposer d'un ensemble (10)
comprenant un support flexible sur lequel est disposé sur au moins une de ses faces une couche conductrice et sur au moins une face
opposée une zone conductrice de contacts, - Graver la couche conductrice afin de définir une forme configurée pour former une ou
plusieurs pistes conductrices, - Réaliser dans le support flexible un ou plusieurs orifices (6) destinés a des connexions, sans attaquer la
zone conductrice portant les contacts, - Déposer un circuit intégré (7) sur la face du flexible opposée a la face portant les contacts, -
Relier électriquement la puce a la zone conductrice portant les contacts et/ou a la couche conductrice.
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